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Leiterplattenlabor

Leiterplattenherstellung

Mechanische Bearbeitung:
*Schlagschere flr Zuschnitt
*Fras-Bohrplotter

Durchkontaktierung
*Galvanische Durchkontaktierung
*Durchkontaktierungsniete (fir Testmuster)

Resist- Beschichtung und Strukturierung:
sTauchbeschichtung mit Ziehvorrichtung
oder vorbeschichtete Leiterplatten
*Belichtung mit Belichtungseinrichtung
*Spruhentwicklungsanlage

NaRchemisches Atzen:

*Spriihatzanlage

zum Atzen der Leitstrukturen
«Stripperkiivette zur Atzresist-Entschichtung

Fakultat Elektrotechnik, Prof. Bauer Seite 1 Méarz 2017
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Mechanische Bearbeitung:
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Durchkontaktierung
*Galvanische Durchkontaktierung
*Durchkontaktierungsniete (flr Testmuster)

Resist- Beschichtung und Strukturierung:
sTauchbeschichtung mit Ziehvorrichtung
oder vorbeschichtete Leiterplatten
*Belichtung mit Belichtungseinrichtung
*Sprihentwicklungsanlage
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Leiterplattenlabor

Dickschichttechnik

*Siebdrucker
fir den Pastenauftrag mittels
Sieb- oder Schablonendruck

s\Warmeschrank
zur Pastentrocknung

Konvektion-Durchlaufofen zur
Aushéartung von Polymerpasten

*Sinterofen fur CERMET-Pasten

Fakultat Elektrotechnik, Prof. Bauer

Industriemuster
Dickschicht-Hybrid

Seite 3

Mérz 2017
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Leiterplattenlabor

Baugruppenmontage

Durchsteckmontage (THT) und
Surface Mount Technology (SMT)

sLotpasten- und Kleberauftrag

durch Dispensen (Handdispenser am
Bestlickarbeitsplatz oder Dispenssystem)
oder

durch Schablonendruck im Siebdrucker

*Bauelementbestickung
mit Vakuumpipette am Bestlickarbeitsplatz
oder Bestlicksystem

o[ Oten
mit Lotstation (L6tkolben oder Heil3luftpencil)
oder Konvektions- Reflow- Lotofen

Fakultat Elektrotechnik, Prof. Bauer Seite 4 Méarz 2017
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